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An IC card is disclosed, which comprises an IC 
pellet electrically connected to lead patterns via 
an anisotropically conductive adhesive layer. The 
IC pellet is also bonded to a print layer formed on 
an insulating film. A base sheet and another 
insulating film are laminated on the insulating film 
with the IC pellet sealed by resin in an IC pellet 
accommodation space formed In the base sheet. 
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steuten abgewandelten AusfOhningsform ist das IQPel- matisches Bandvcrfahren benulzt werden. Nach dem 
p atte B an deren Seite und in KodUkt mit dem Isolier- s 10 abgedichtet werden. 

Sder DruiZh^^^^^ vortiegenden Erfindung dargestellvbei dVnen das 

J^«nt-., ?• ? ••iS" '*°''«'f5lni 6 wie im IC-Pellet in der in der Grundplatte 8 ausgebildeten Eln- 
raZS^I^wn P«s«ngsaffnung8agehaltenwirdDLTkmaldiee^^ 
dadS* UmS Ir.^fP:'^ '^f Grundplatte 8 ,o AusfOhrungsform ist.daB FHhrungsIeitungen 306auf ei- 

S i?PdlTtT„^l*l'l^ ^'^'l^"' ^".^ P'»'='>« "l^^ Grundplatte 8 ausgebildet sind. wobei 

Sh en! el mft H^^in ^'^^ ^ie FQhrungsleitungen 306 an den einen Enden von den 

Tc Zl^- ."^ J? A" Vervol standigung der Seitenkanten der Einpassungsoffnung 8a herausragen. 

S^koSrfilm 7^i^ W ™.'~^"o^^ ' Y^'l^'^ durchgehenden Lochem 13a und 136 vorgesehen. und 

StSS^ & B&^^ nh"*" an der AuBenntche des Fdms befinden sich auBere An- 

nJri- ! n ?• ! der AusWhrungsform von schluflkontakte 4a und 4ii Wie bei (a) in Rg. 7 darge- 

» AuBenfBche des Isoherfilms 7 mit der Pra- stelit. sind FQhrungsleitungen 4a-l und 4^1 an den In- 

pmg 2 versehen. Be. dem Bei^iel aus Fig. 4 kann eine nenflachen des FilL 6 in Fortsetzung dtrLntakte 4a 

^brShfSl ^''P'*"' * ^ durchgetendef lltr 13a und 

■uigcQracnTweraea 136erstrecken. 

run«fo™ von Mr^S**!"!!^ t''^-, . T'^""dieFuhrungsleitungen30aund306ausgebildet 

werden^m r ^ ' ^"''"^ Kupferfolie auf die Grundplatte 8 

Ten S und ^ff u? H.^ i!.«""n-T ''""'n^^'. die Einpassungsaffnung 8a abzudecken. 

ZRl^i^A 7^ !^^t^^'i"^Tr^^V^^?- " ^"'""^'^ ^'--d die Kupferfolie geatet, um die Fuh- 
Sa«A«^~hilH^t ^^tf de? AuBe^achen der rungsleitungen 30a und 306 auszubilden. wobei einEnde 
une^Li fnH 1m ^ ""a*""!.*!? {^"^r j^den Lejtung 30a und 306 in die Einpassungsoff- 

ffl.tfqH,?i r n'''ng8arT.gt,wieinFig.7bei(b)dargesiellt 

w!iS i« j^l^^p ^. o ^i^r '"8- ^ ''^i <<=) d'lrgestellt. ist eine Flache eines 

scMcht K^fet^ >«das IC-Mlet9 durch eine Klebe- 30 IC-Pellets. die mit IC-AnschlQssen 29a und 296 versehen 
fiK hff« ^"Pf^-iP'^'Pf 'd'SMdem Isolier- ist. mit einer anisotropisch leitenden Schicht 14 be- 
HierL^ v^r .?h dl ft^^^^ emgegossen. . schichtet Das IC-Pellet 9 wird auf die FOhrungsleitun- 

IXrm J^ rI , ^' K f% sen 30a und 306 beispielsweise bei einer Temperatur 

3 7 „Tht f '"^^''•■^ dafl die Isoberfilme 6 von I30°C gepreBt Im Ergebnis werden die AnschlQsse 

b^auLT n/r r. f'^Z''r"f!f'" -'^^^^^^ pi bestehen 35 29a und 296 mit den FQhrungsleitungen 30a und 306 
derAt^hnlcf 8'««'''e w,e bei verbunden und das ICPellet 9 ist auf den FQhrungslei- 

da tc P^Sw / nT T • ™' der Ausnahme^daB tungen 30a und 306 befestigt. wobei das IC-Pellerg in 
und be!HP PnH, H n Ausnehmung 8a der Grundplatte 8 eingeschlossen 

troden rtt^r PM? / ^''^H ^t-!!'^ Bereich der Isolierfilme 6 und 7. die Grundplatte 

Id I^? v.rt H r " ■'"'Tungsleuungen 4a^l « 8 und der Druckfilm 12 weiden zusammenlaminierL und 
ittv^rh^ifr r MK- . . -u ^ . rah^ngsleitungen 4a-I und 4i.l werden an die 

miPl i n der Goldbmdedrahte 23a und 236 F0hrungsleitungen30aund30iangeschlossea 
del Ffli'^ f ''''"''"'"/".'^J^f'^.*'' ' r** vorangehend beschrieben wurde. wird gemaB 

K^^mh^ M '"P""**^"""* « f^*"* verwendet und mit iuSeren Leitungsanschlussen 

fern IrH Hi. P-t V™ ^ ' ""i"?? ^^^eheadami wird der Isolierfilm mit einlr Grundplat- 

Inllt "^H^ "F" ^eAunden. in wefcher ein Platz fflr die Einpassung 

Te M ^VH^!v^"?-f ''r'f " Kupferplat- eines IC-PeUets Vorgesehen wird. das dort festgehalten 

Wnde™ Itnlc Jr'i rfo^'''^J''™'^"!'''' Iff" ^ keine Notwendigkeit. eine Befesti- 

™nS?'^i^'fi/i^"c'"' w''^'^^^^^ » g^ngsvorrichtung fur ein IC-Pellet voausehen und die 

TrJ Herstellungwird erldditert. AuOerdem erspart die Re- 

dietril^;.? • T/dTI'"!^ dargesteUt Bei duaerung der Anzahl der. Einzelteile Kosten und das 

rente S rii^ ofi"' ; " ^ "^-'uT 'T'^f.P'- "^-P*"" i» der Grundplatte gehalten wer- 

rente Klebeschicht 26 mit der InnenflSche des Isolier- den. p e 

fihns 6 verklebL In diesem Fall wird ein in dem IC-Pellet 55 

9 vorgesehenes EPROM 9a in Kontakt mit der lOebe- Hierai4Bliitt7«ri,nnn»,.„ 
schicht26angeordneLDasEPROMistsolcherArt,daB Hieizu4BlattZeichnungen 
sem Speicherinhalt durch ultraviolette Strahlen geloscht 
werden kann. 

Um eine unabsichtliche Loschung des Speicherinhal- 60 
tes 2U verhindem, ist eine durchscheinende Abdichtung 
27, die beispielsweise aus einem Polyesterfilni mit einer 
Dicke von 20 pm hergestellt ist, auf einem Teil der Au- 
Benflache des Isolierfilms 6, Jer dem IC-Pellet 9 ent- 
spricht, vorgesehea Die Abdichtung 27 kann zum L6- gs 
schen des Speicherinhaltes entfemt werden. 

An einem Ende der Fuhr^jngsleitnngen 4a-1 und 46-t 
sind Metallstreifen 28a und 286 befestigt und ihr ande- 




pei^Onliche iC nt numm r des Karteninliabers atif die verwendet werden. die keinen guten Oxidati nswider- 
Oberfladie der IC-Karte eiQgepragt ist £s ist jedoch stand aufweisen, soUten auf den ieitendea n^tten Ober- 
selbstvers^dlich. dafi die Erfindung nicfat auf di ae Art zugsschichten gebildel werdeiL 

VOQ IC-Karte beschrankt setn soil, sondern auf alle IC- 5 Der Chip oder das IC-Pellet 9 ist in der Einpassungs- 
Kahen nut einem IC-Peliet Oder eingeseiztem Chip an- offnung 8a durch ein isolierendes iC-Pellet-Abdich- 
wendbarisl tungsharz abgedichtet Die Flache des IC-Pellels 9, auf 

In den Fig. 1 bis 3 wird ein Ausfuhningsbdspid der der (nicht dargestellte) Hektroden vorgesehen sind, ist 
Erfindung dargestellL Eine IC-Karte 1 weist zwet Iso- vdllig mit einer anisotropisdi leitenden Klebeschicht 14 
lierHIrae 6 und 7 aus transparentera Weichplastikniateri- 10 bedeckt Wie in Fig. 1 und 2 dargesteUt, ist eine aniso- 
al, beispielsweise Polyvinylchlorid (PVC), und eine tropisch leitende Klebeschicht 14 mit einer Dicke von 
Grundplatte 8 aus hartem PVC oder ahnlichem Material etwa 30 \im bdspielsweise durch Ausdrucken auf einen 
mit einer Einpassungsoffnung 8a fur den Chip oder das Tetl der Druckschicht II auf der Innenseite des Isolier- 
IC-Pdlet auf. Die Isolierfilnie 6 und 7 und die Grund- films 6 ausgebildet, der rait dem IC-Pellet 9 einschlieB- 
platte 8 sind miteinander verbunden, wobei sich die 15 lich der Fuhrungsleitungen 4a-l und 46-1 vcrklebt wer- 
Gnindplatte sandwichartig zwischen den jbeiden Isolie- den soil, zum Beispiei um so alle mit den acht AnschluB- 
rungsSlmen 6 und 7 befindeL Diese bilden einen Ober- kontakten verbundenen FQhrungsleltungen abzudek- 
zug fOr die IC-Karte 1. Edang einer L^gskante des ken. 

Isolierfilms 6 ist auf einer AuBenfl^che ein Magni*tstrei- . Die anisotropisch leitende Klebeschicht 14 ist aus ci- 
fen 3 ausgebildet Ein Eingabe/AbgabeanschluBab- 20 nem Material hergestdit. das durch Kinzufugen von 
schnitt 4 ist ebenfalls auf derselben Fladie ausgebildet Kohlenstoffpartikeln oder Metal Ipartikeln zu. einem 
Der Eingabe/AbgabeanschluBabschnitt 4 besteht aus heiBschmelzenden Isolienmgsharz mit einer Schmelz- 
acht AnschluBkontakten4a,46^die inzweiReihenmit je temperatur yon 120 bis 130" C gewonnen wird. In sei- 
vier AnschluQkontakten angeordnet sind Eine persdnti- nem normalen Ziistand, ohne daB irgendein Druck aus- 
che Kontonummer des Inhaltes der IC-Karte 1 ist auf 25 geObt wird, ist dies in jeder Richtung elektrisch isolie- 
der AuBenflache des anderen Isolierfilms 7 eingepragt rend, d h. in der Richtung der Dicke und in der Richtung 
AuBerdem ist noch ein Markierungspfeil 5. der die Ein- entlang der Oberfliche. Wenn jedoch auf den Teil, der 
gaberichtung der IC-Karte 1 in das Identifizierungsge- dem AnschluBabschnitt des IC>Pellets 9 in seiner Dik-- 
rat angibt, auf derselben Oberflache vorgesehen. Der kenrichtung entspricht ein Druck von oberhalb der 
Querschnitt in Fig. 1 verlauft entlang der Linie A-A in 30 Fiihrungsleitungen 4a-l und Ab-the\ einer Temperatur 
Eig-3, von etwa 130** Causgeabt wird, schmilzt die IsoHerungs- 

Der Platz fur den Eingabemarkierungspfeil 5 und der schicht, und die leitenden Kbhie- oder Metallpartikel, 
Platz for den Eingabe/Ab^abeanschluBabschnitt 4 auf die in der Klebeschicht 14 verteilt sind, werden an bei- 
der IC-Karte 1 werden in Ubereinstimmung gem^ ei- den Seiten der Schicht 14 freigelegt, wodurch die Dicke 
nem Normierungsvorschlag der Intemationalen Nor- 35 der Schicht J4 reduziert wird. Folglich wird die Schicht 
men Organisation (ISO) bestimmt 14 nur in Richtung der Dicke leitend. So wird von der 

Die acht Anschlufikontakte des Eingabe/Abgabean- Klebeschicht 14, die sich in Kontakt mit den FQhnings- 
schluBabschnitts 4 werden fOr die Eingabe und die Ab- leitungen 4a-t und 46-1 befmdet, nur der Teil. der dem 
gabe von Adresseninformation, fOr Zeitsignale, far ein AnscMuBabschnitt des IC-Pellets 9 entspricht, leitend, 
RQckstellsignal. far eine Spannungsversorgung, fOr et- 40 das heiBt, die AnschluBkontakte 4a und 4b sind elek- 
nen Massekontakt und fQr eine Stromverisorgung ver- trisch mit den AnschluBabschnitt des IC-Pellets 9 ver- 
wendet, die nur benutzt wird, wenn Daten (Information) bunden. Gleichzeitig wird das IC- Pellet 9 uber die 
in ein im Chip oder IC-Pellet vorgesehenes EPROM Druckschicht 11 an dem Isolierfilms befestigt 
hineingeschrieben oder ausgelesen werden. Diese An- Hieraus ergibt sich, daB der Isolierfiim 6 mit dem 
schluBkontakte werden von einer goldptatderten Kup- 45 IC-Pellet 9, der Grundplatte 8 dadurch tsoliert wird, daB 
fcrfolie hergestellt diese Einzelteile so angeordnet werden, daB das IC-Pel- 

Wiederum mit Bezug auf Fig. I wird erkennbar, daQ let 9 in der EinpassungsMfnung 83. die in der Grundplat- 
auf der Innenfl^che des Isolierfilms 6 eine bedruckte te 8 vorgesehen ist. angepaBt wird 
Druckschicht 1 1 vorgesehen ist, die Platz fOr derartige Die Einpassungsdff nung 8a ist mit einem Harz 10 zum 
Infonnationen wie den Namen der Bank oder einer 50 Schutz des IC-Pellets 9 gefullt Dann wird der Film 7 mit 
Kreditgeseilschaft und. wenn gewQnscht. grafische Aus- der Grundplatte 8 verkiebt, wlhrend das IC-Pellet 9 in 
gestaitungen oder ahnliche bietet Eine ahnliche be- der Einpassungsoffnung 8a abgedichtet wird Der Ma- 
dnickte Druckschicht 12 ist ebenfalls auf der Innenfla- gnetstreifen 2 wird auf den Film 6 geschichtet, und eine 
che des transparenten Isolierfilms 7 vorgesehen. Der Prigung wird auf der Oberflache des Films 7 fBr die 
transparente Isolierfiim 6 und die Druckschicht 12 smd 55 Angabe der persdnlichen Kontonummer ausgeformt 
mit durchgehenden Lochern 13a und t3b versehen. Au- Die auf diese Weise gemaB Ftg. I hergestellte IC- 
flere AnschluBkontakte 4a und 4b sind auf der AuBen- Karte 1 weist eine Dicke von 0.8 mm, ein MaB der lan-^ 
fiache des Films 6, und ein Ende der Ftthrungsieitungen gen Seite von 85,5 mm und ein MaB der kurzen Seite 
4a-l, 4^-1 ist durch die durchgehenden Locher i3a und vori 54 mm auf. Bei dieser IC-Karte ist im Gegensatz zu 
136 hindurchgefahrt und mit den Kontakten 4a und 4b Rn der gemaB dem Stand der Technik das IC-Pellet 9 direkt 
verbunden. Oas andere Ende der FQhrungsleitungen an dem Isolierfiim 6 als Oberzug ohne die Mitwirkung 
4a- 1 und 46-1 ist entlang der Druckschicht 11 ausgebil- eines IC-Pellet-Grundgliedes befesiigt und ist in der 
det und mit (nicht dargestellten) ElektrodenanschlOssen Einpascnngsdffnung 8a der Grundplatte 8 durch das 
eines Chips oder IC-Pellets 9 verbunden. Diese SuBeren Harz 10 abgedichtet So wird das IC-Pellet 9 in der 
AnschluBkontakte*4a. 4b, die Locher 13a und 136 und 65 Einpassungsdffnung 8a fest gehalten und die IC-Karte 
die FQhrungsleitungen 4a-l, 46-1 kdnnen unter Ar.wen- kann auch leichter zusammengesetzi werden. 
dung eines bekannten Verfahrens, wie beispielsweise Bei der zuvor beschriebenen Ausfahrungsform wird 
Plattieren und Atzen. ausgebildet werden. und wenn das IC-Pellet 9 in der Einpassungsdffnung 8a der Grund- 
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